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MILLIMETER
SYMBOL MIN | NOM | MAX
A | 150 165 1.8
Al | 003 | 0.06 | 0.09
A2 | 150 | 1.60 | 1.70
A3 | 085090 | 095
b 069 | _ [o077
bl | 068 | 0.71 | 0.74
c 030 | _ | o034
¢l | 029030 031
D | 640 | 650 | 6.60
/N[ D1 |29 | 300 | 310
E | 680 | 7.00] 720
El | 3.40 | 3.50 | 3.60
e 2.30BSC
L 0.90 | | 115
L1 1.75REF
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